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TEKNIK BILGI FORMU

RAVAPROOF bondSTOPER AL

Bitim Yapisi Elastomerik Bitim (TPU+SBS)
URUN OZELLIKLERI c € Tastyic Polyester
TS EN 13707 Ust Yiizey Kaplama Aliminyum

Alt Yiizey Kaplama PE Film
Test Adi Metot Birim Tolerans Deger
Gorsel Kusurlar TS EN 1850-1 Var/Yok Yoktur
Kalinhk TS EN 1849-1 mm +0,2 4,4
Uzunluk TS EN 1848-1 m min (-0,03) 8
Genislik TS EN 1848-1 cm min (-2) 100
Dogrusalliktan Sapma TS EN 1848-1 Geger
Su Gegirmezlik (10kPa) TS EN 1928 Mt.A Basaril
Boyutsal Kararlilik TS EN 1107-1 % < 0,6
Sogukta Bukulgenlik TS EN 1109/ ASTM D-5147 °C < -20
Akmaya Dayanim TS EN 1110/ ASTM D-5147 °C > 100
Gekme Ozellikleri (Boy/En) TS EN 12311-1 N/50mm +20% 960/960
Kopma Uzamasi (Boy/En) TS EN 12311-1 % +15 55/55
Darbeye Karsi Dayanim TS EN 12691 Mt.A mm min 1250
Statik YUklere Karsi Dayanim TS EN 12730 Mt.A Kg min 20
Ek Yeri Kaymaya Kargi Dayanim TS EN 12317-1 N/50mm +25% 1000
Ek Yeri Ayriimaya Karsi Dayanim TS EN 12316-1 N/50mm +25% 200
Yirtilmaya Karsi Direng (¢ivi ile) (Boy/En) TS EN 12310-1 N +50% 250/250
Yangina Tepki TS EN 11925-2 Sinif NPD
Digtan Yangin Etkisine Kargi Davranig ENV 1187-2 Sinif NPD
Sicaklik Cevrimi Altinda Sekilsel Kararlilik TS EN 1108 % 1,25
Su Buhari Ozellikleri TS EN 1931 min 20 000
Germeden Sonra Su Gegirmezlik TS EN 13897 NPD
Bitki Kokl Dayanimi EN 13948 NPD
Yapay Yaslandirma+Sogukta Bukilgenlik TS EN 1296/TS EN 1109 °C NPD
Yapay Yaglandirma+Akmaya Dayanim TS EN 1296/TS EN 1110 °C NPD
Grandillerin Yapigmasi TS EN 12039 % NPD
Kimyasallara Kargi Dayanim TS EN 1847 NPD
Tehlikeli Maddeler Var/Yok Yoktur
Ek Ozellikler Metot Birim Tolerans Deger
Hidrostatik basing ASTM D 5385 m (psi) 2 69 (100)
Yanal su migrasyonu ASTM D 5385 m (psi) 2 69 (100)
Bag dayanimi (Betona yapisma) TS EN 13596 MPa 2 0,4

bondSTOPER 4,4mm kalinlikta, mekanik dayanimi yiiksek polyester kege tasiyicil, SBS & TPU polimerler ile modifiye edilmig bitiimlii su yalitim
membranidir. Ozel formiilasyonu sayesinde (istiin yapisma perfomansi géstererek zaman ve maliyet tasarrufu saglar.




